Prekuli¢kovani (Reballing) pomoci pripravku REBALLO1

Technologickd operace, pifi které se na
pouzdrech, které maji vyvody ve tvaru kuli¢kovych vyvodi (BGA) obnovi vyvody. Tato
operace je nezbytné nutnd, pokud chceme znovu pfipajet jiz pouzité pouzdro BGA.

Princip prekulickovani: Plosky na pouzdie zbavime zbytkli vyvodd. Pomoci Sablony
zhotovené z kovového nepdjitelného materialu (hlinik, nerez), umistime nové kulickové vyvody
v rastru vyvoda na pouzdro a vyvody pietavime. Velikost pouzder je limitovana vyrobitelnosti
Sablony. Pii pfetaveni vyvodi je tfeba v kazdém ptipad¢ pouzit i spodni predehiev.

Pozn: Neni mozno pouZzit pdjeci pastu nanesenou Sablonovym tiskem, tak jak je znamo pvi pajeni SMD
soucdstek, nebot’ objem pasty je prilis maly a neumozni po pretaveni vytvorit kulickovy vyvod !  Pied
prekulickovanim je tieba vSechna plastova pouzdra zbavit vlhkosti ohfevem v peci pii zvySené
teploté jinak hrozi, Ze vlhkost, kterd se uvolni pii pretaveni zptusobi defekty na vytvofenych
vyvodech. Teploty a doby ohfevu uvadi vyrobce, nejéastéji se pouziva 120 °C po dobu jedné
hodiny.

Postup prekulickovani pomoci pripravku ,,REBALLO01“

1) Obr.1. Puvodni (poskozené) vyvody pouzdra BGA odstranime (odsajeme). Doporucené
zafizeni MBT250 s odsavackou

2) Ocisténé pouzdro vysuSime. Doporucena teplota je 120 °C po dobu 1hodiny. Provadime
tésné pied prekulickovanim.

s .

3) Obr.2a,b. Stranu vyvodi natfeme pastovitym bezoplachovym tavidlem (doporuceny typ
KESTER TSF 6516, TSF 6592 ) a pouzdro umistime do piipravku. Pouzdro zajistime proti
vypadnuti.



4) Obr.3a,b. Do ptipravku nasypeme kulickové vyvody a jeho pohybem zajistime vyplnéni
vSech otvort v Sablong, pfipadné umistime termoclanky pro méteni teploty (horni a dolni
strana pouzdra).

5) Obr.4a,b. Pripravek umistime do drzaku spodniho piedehievu, umistime teplotni trysku
pro horni ohtev a kulickové vyvody pretavime. Doporuceny typ pro spodni piedehiev je
zafizeni 863DU a horni pfedehfev horkovzdusné pero SUNKKO 850D. Pietavovaci
teplotni profil je tfeba pro kazdy typ pouzdra odzkouset. V kazdém ptipad¢ je tiecba pouzit
oboustranny ohiev pouzdra.

6) Obr. 5 Po pfetaveni pouzdro vyjmeme z drzaku. Na obrazku je opravené pouzdro
PBGA225/1,5. V piipadné potieby je mozno zbytky tavidla odstranit izopropylakoholem.



Ptipravek pro ,reballing” vyrdbi a dodava firma SMTplus.CZ, piipravek se dodava s Al
Sablonou a v rozmérech pro BGA pouzdra, které chce zdkaznik kulickovat. Typ pouzdra a
velikost kulicek je tfteba pfedem konzultovat. Nékteré typy kulicek jsme schopni zajistit.



